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お問合せ先 東京本社 東京都台東区柳橋2丁⽬12番5号 Tel︓03-3861-1110
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構成

使⽤例
・スマートフォン
・タブレット端末
・ノートPC

接着剤

セパレーター

特徴
・クイックプレス埋まり性に優れたボンディングシートです。
・耐マイグレーション性にも優れ、V-0相当の難燃性を有しています。

特性

セパレーター

プレス条件︓160℃×3MPa×60min

クイックプレス対応ボンディングシート
『AE91タイプ』

項⽬ 単位 AE91

引き剥がし強さ
(1mil/1oz CCL引き,90°⽅向) N/cm 21

はんだ耐熱性 ℃ 288

難燃性(V-0) － Pass

クイックプレス埋まり性(185℃) - 60秒Pass

HHBT － ＞1000hr

Tg ℃ 74

弾性率 GPa 1.1

Cu

Cu

PI

PI

ボンディングシート︓25µm 

PNS H1012RAH

PNS H1018RAH

【埋まりパターン仕様】 L/S=50/50〜100/100

＜耐マイグレーション性＞

【試験条件】
85℃/85%RH/DC50V/1000hr, L/S=20/20

＜クイックプレス構成＞

■製品外観


